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Sposéb wytwarzania taSm miedzianych, mosieznych i brazowych
platerowanych pasmowo srebrem lub stopami srebra,
uzywanymi na styki elektryczne
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Przedmiotem wynalazku jest sposéb wytwarza-
nia taém miedzianych, mosieznych i brazowych
platerowanych pasmowo srebrem lub stopami
srebra, uzywanymi na styki elektryczne.

Styki elektryczne wykonywane sg badz przez
miejscowe galwaniczne srebrzenie elementow wy-
konanych z miedzi, mosigdzéw lub brazéw, badz
tez przez zastosowanie jako elementéw stykowych
nitéw wzglednie plytek ze srebra lub jego stopow.

Ujemng strong styk6w srebrnych, uzyskiwanych
na drodze galwanicznej jest ich mala odpornosé
na erozje elektryczng pod dziataniem luku. Sposéb
przez nakladanie plytek i nitow ze srebra i jego
stopéw jest bardzo pracochlonny, szczegolnie
w odniesieniu do styké6w matych.

Znany takze spos6b wytwarzania stykéw droga
metalurgii proszk6w daje dobre efekty, lecz przede
wszystkim w odniesieniu do stykéw silnoprado-
wych.

Znany jest takze jeszcze inny sposéb, polegajacy
na wytwarzaniu stykéw z tasém miedzianych, mo-
sieznych i brgzowych platerowanych srebrem na
catej powierzchni. Sposéb ten jest jednak nieeko-
nomiczny, gdyz srebrem lub jego stopami pokryte
sq rowniez powierzchnie niepracujgce stykéw, po-
nadto za$§ powstaje problem z zagospodarowaniem
odpadoéw, powstajagcych przy ich produkeji.

Wad tych nie wykazujg styki wykonane z tasm
i pas6éw platerowanych srebrem miejscowo. Ma-
terialy tego typu nie sg jednak dotychczas w kraju
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wytwarzane. Za granica wykonuje sie je droga
przerobki plastycznej na gorgco, lub tez przez na-
lutowywanie pasm przy zastosowaniu specjalnych
urzadzen wysokiej czestotliwosci.

Spos6b wedlug wynalazku nie wymaga specjal-
nych urzadzen do lutowania, a eliminujgc prze-
robke plastyczng na gorgco jako zasadnicze ogni-
wo procesu technologicznego, eliminuje réwniez
ujemne zjawiska zwigzane z utlenianiem sie po-
wierzchni laczonych ze sobg w tym procesie me-
tali.

Polega on na polgczeniu droga zarzenia dyfuzyj-
nego w atmosferze gazu ochronnego lub w prézni
pakietow, skladajacych sie z ksztaltownikéw mie-
dzianych, mosieznych lub brgzowych i zaci$nie-
tych w nich na zimno zhanymi sposobami wkia-
dek ze srebra, lub stopu srebra uzywanego na
styki.

Temperatura zarzenia dyfuzyjnego winna wyno-
sié od 755 do T78°C. Przekroczenie tej temperatury
powoduje powstanie topigcej sie przy 779° eutek-
tyki Ag-Cu 28,5, ktora dyskwalifikuje wyrdb.
Z drugiej strony zbytnie obnizenie temperatury
nie pozwala na uzyskanie dostatecznie dobrego
polaczenia wkladki ze srebra z osnowg miedziang,
a tym samym nie zapewnia monolitycznosci wy-
robu koncowego, koniecznej zaréwno ze wzgledu
na przewodno$¢ elektryczng i cieplng styku, jak
tez zachowanie podatno$ci do jego mechanicznego
ksztaltowania w procesie produkcji.
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Polgczony na drodze zarzenia dyfuzyjnego pakiet
poddany jest przerébce plastycznej droga walco-
wania na zimno znanym sposobem.

W zalezno$ci od zadanej grubos$ci koncowej tas-
my oraz zgdanego stanu (miekki, péitwardy, twar-
dy) stosuje sie znane rekrystalizacyjne zarzenia
miedzyoperacyjne.

Odmiang podanego wyzej sposobu jest zabez-
pieczenie sie przed powstaniem na granicy ,,miedz-
-srebro” eutektyki Ag-Cu 28,5% przez rozdzielenie

.pasm plateru ze srebra lub jego stopu uzywanego
na Styki od miedzianej, mosieznej wzglednie brg-

Zowej osnowy przy pomocy znanej po$redniej war-

stwy z niklu, jako materialu nie tworzgcego ani

z miedzia, ani ze srebrem niepozgdanych eutektyk.

Przez zastosowanie znarej poSredniej warstwy
niklowej temperatura zarzenia dyfuzyjnego moze
byé podniesiona do 900°C, przy czym zarzenie to
prowadzi si¢ réwniez w.atmosferze gazu ochron-

. nego lub w proézni,

Przyktad 1.

Wyréb w postaci pasa lub taémy miedzianej za-
wierajacy np. dwa pasma ze srebra otrzymuje sie
przez zaci$niecie na zimno w walcach ptaskich
dwu wkladek ze srebra w kanalach ksztaltownika
miedzianego stanowigcego osnowe.

Stykajace sie powierzchnie powinny byé doklad-
nie oczyszczone znanymi przy platerowaniu spo-
sobami.

Wymiary poczatkowe ksztaltownika i wkladki
dobiera sie tak, aby po przewalcowaniu na wymiar
gotowy z uwzglednieniem zmiany przekroju skut-
kiem zgniotu, osiagnaé zaloZzone wymiary na go-
towo.

Otrzymane w ten spos6b pakiety poddaje sie za-
rzeniu dyfuzyjnemu, ktére w zaleznoéé¢i od dyspo-
nowanego urzgdzenia przeprowadza sie w atmo-
sferze ochronnej lub w prézni. .

Temperatura zarzenia dyfuzyjnego moze wahaé
si¢ w granicach od 755 do 778°C; czas wytrzymania
1 godzina. Po zarzeniu dyfuzyjnym pakiety walcuje
sie na zimno znanym sposobem. ’
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Dla uzyskania stanu miekkiego, poéitwardego,
wzglednie twardego z okreS§lonym stopniem.zgnio-
tu, stosuje sie miedzyoperacyjne zarzenie rekrysta-
lizacyjne w atmosferze ochronnej lub w proézni
w temp. 500£20°C w czasie 1 godz. '

Przyktad 2.

Wyréb w postaci taSmy miedzianej, zawierajacy
np. trzy pasma ze stopu srebra uzywanego na
styki elektryczne otrzymuje sie przez zaci$niecie
na zimno w kanalach miedzianego ksztaltownika
stanowigcego osnowe trzech wkladek ze stopu
srebra z tym, ze pomiedzy ksztaltownik a wkladki
wprowadza sie przed ich zaci$nieciem znane prze-
kiadki z miekkiej folii niklowej o grubosci 50 mi-
kronéw.

Stykajace sie powierzchnie ksztaltownika, wkta-
dek i przekladek muszg byé dokladnie oczyszczone
znanymi sposobami przy platerowaniu.

Otrzymane w ten spos6b pakiety poddaje sie
zarzeniu dyfuzyjnemu w temperaturze 850%+50°C
w czasie 1 godziny. Zarzenie to w zaleznosci od
dysponowanego urzgdzenia prowadzi sie w atmo-
sferze gazu ochronnego lub w prozni. Dalszy tok
postepowania jak w przykladzie 1.

Zastrzezenia patentowe

1. Spos6éb wytwarzania tasm miedzianych, mo-
sieznych lub brazowych platerowanych pasmo-
wo srebrem lub stopami srebra uzywanymi na
styki elektryczne znamienny tym, ze pakiety
utworzone z ksztaltownikéw miedzianych, mo-
sieznych lub brazowych przez zaci$niecie w nich
na zimno wkladek ze srebra lub stopéw srebra,
uzywanych na styki elektryczne, poddaje sie Za-
rzeniu dyfuzyjnemu w temperaturze od 755 do

- 778°C i po ostudzeniu walcuje na zimno zna-
nym sposobem.

2. Odmiana sposobu wedlug =zastrz. 1 przy za-
stosowaniu poSredniej warstwy z niklu zna-
mienna tym, ze stosuje sie wyisze temperatury
zarzenia dyfuzyjnego od 755 do 778°C nie prze-
kraczajgce 900°.

PZG w Pab., zam. 61-69, nakl. 220 egz.
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